C23

C23C

C23C

REVESTIMIENTO DE MATERIALESMETALICOS; REVESTIMIENTO DE MATERIALES CON
MATERIALES METALICOS (por metalizacion de textiles DO6M 11/83; decoracion de textiles por
metalizacion local D06Q 1/04); TRATAMIENTO QUIMICO DE LA SUPERFICIE; TRATAMIENTO
DE DIFUSION DE MATERIALES METALICOS; REVESTIMIENTO POR EVAPORACION EN
VACIO, POR PULVERIZACION CATODICA, POR IMPLANTACION DE IONES O POR
DEPOSICION QUIMICA EN FASE VAPOR, EN GENERAL (para aplicaciones particulares ver las
clases apropiadas, p. €. para la fabricacién de resistencias HO1C 17/06); MEDIOS PARA IMPEDIR LA
CORROSION DE MATERIALES METALICOS, LAS INCRUSTACIONES, EN GENERAL
(tratamiento de la superficie metdlica o revestimiento de metales por electrdlisis o electroforesis C25D,
C25F) [2]

Nota

En la presente clase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
“materiales metélicos’ cubre:
(a) los metales; [4]
(b) las aleaciones (esimportante tener en cuentala nota que sigue a titulo de la subclase C22C).

REVESTIMIENTO DE MATERIALES METALICOS; REVESTIMIENTO DE MATERIALES CON MATERIALES
METALICOS; TRATAMIENTO DE MATERIALES METALICOS POR DIFUSION EN LA SUPERFICIE, POR
CONVERSION QUIMICA O SUSTITUCION; REVESTIMIENTO POR EVAPORACION EN VACIO, POR
PULVERIZACION CATODICA, POR IMPLANTACION DE IONES O POR DEPOSICION QUIMICA EN FASE VAPOR,
EN GENERAL (aplicacién de liquidos o de otros material es fluidos sobre las superficies, en general B0O5; fabricacion de productos
revestidos de metal por extrusion B21C 23/22; revestimiento metélico por unién de objetos con capas preexistentes, ver las clases
apropiadas, p. €. B21D 39/00, B23K; mecanizado del metal por accion de una fuerte concentracion de corriente eléctrica sobre un
objeto por medio de un electrodo B23H; metalizacion del vidrio CO3C; metalizacion de piedras artificiales, ceramicas o piedras
naturales C04B 41/00; pinturas, barnices, lacas C09D; esmaltado o vidriado de metales C23D; medios para impedir la corrosion de
materiales metdlicos, las incrustaciones, en general C23F; crecimiento de capas monocristalinas C30B; detalles de aparatos que
emplean técnicas de barrido con sonda, en general G12B 21/00; fabricacion de dispositivos semiconductores HOLL ; fabricacion de
circuitos impresos HO5K) [4]

Nota

En la presente subclase, una operacion se considera como pretratamiento o tratamiento posterior si constituye una operacion
independiente y netamente distinta del proceso de revestimiento, y estando especial mente adaptada a este proceso. Una operacion no
se considera como pretratamiento o tratamiento posterior si se forma una subcapa o una capa superficial permanente estando
entonces clasificada como un proceso de revestimiento de capas multiples. [4]

Esquema general

REVESTIMIENTO PORAPLICACION DEL
MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN

ESTADO FUNDIDO .......cooiiiiiiiiic s 2/00 a 6/00
REVESTIMIENTO POR DIFUSION EN
ESTADO SOLIDO.......ccciiiriviiiiicinns 8/00 a 12/00

REVESTIMIENTO POR EVAPORACION EN
VACIO, PULVERIZACION CATODICA O

IMPLANTACION DEIONES.........cccooviniiiiicie 14/00
DEPOSICION QUIMICA ... 16/00 a 20/00
DEPOSICION POR CONTACTO.......coemriririiiriininieenns 18/00

TRATAMIENTO QUIMICO DE LA

SUPERFICIE.......oiin s 22/00
REVESTIMIENTO A PARTIR DE POLVOS
MINERALES.........ccciiiii s 24/00

OTROS REVESTIMIENTOS,
REVESTIMIENTOS DE CAPAS

Revestimiento por aplicacién del material de revestimiento en
estado fundido (colada B22D, p. €. B22D 19/08, B22D 23/04,
B29; soldadura de recargue B23K, p. g. B23K 5/18,

B23K 9/04) [4]

2/00  Procesosde bafio o inmersién en caliente para
aplicar el material derevestimiento en estado
fundido sin modificar la forma del objeto sumergido;
Sus aparatos [4]

2/02 . Pretratamiento del material arevestir, p. g. parael

revestimiento de partes determinadas de la superficie
(C23C 2/30 tiene prioridad) [4]
2/04 . caracterizado por €l material de revestimiento [4]
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SUPERPUESTAS......cceiieeeee et 26/00, 28/00
COMPOSICION DE MATERIALES DE
REVESTIMIENTO METALICO......cooirnirnecieireeieeeeenene 30/00
2/06 . . Zinco cadmio o susaleaciones [4]
2/08 . . Estafio osusaeaciones[4]
2/10 . . Plomo o susaeaciones[4]
2/12 . . Aluminio o susaleaciones[4]
2/14 . Eliminacién del exceso de revestimientos fundidos;

Control o regulacion del espesor del revestimiento
(control o regulacién en general del espesor
G05D 5/02) [4]

2/16 . . utilizando fluidos apresion, p. €. por corrientes de
aire[4]
2/18 . . . Eliminacion del exceso del revestimiento

fundido de objetos alargados [4]



C23C

2/20
2/22
2/24
2/26
2/28

2/30

2/32

2/34

2/36
2/38
2/40

4/00

4/02

4/04
4/06
4/08

4/10

4/12
4/14
4/16
4/18

6/00

Bandas; Placas [4]
por raspado, p. €. por cuchillos [4]
utilizando campos magnéticos o eléctricos[4]
Tratamiento posterior (C23C 2/14 tiene prioridad) [4]
Tratamiento posterior térmico, p. g. por
tratamiento en un bafio de aceite [4]
Flujos o cubiertas para bafios de metal fundido
(C23C 2/22 tiene prioridad) [4]
utilizando una energia vibratoria aplicada al bafio o al
sustrato (C23C 2/14 tiene prioridad) [4]
caracterizados por laforma de material atratar
(C23C 2/14 tiene prioridad) [4]
Objetos alargados [4]
Hilos; Tubos [4]
Placas; Bandas [4]

Revestimiento por pulverizacién del material de
revestimiento en estado fundido, p. €. por
pulverizacion alallama, con plasma o por descarga
eléctrica (pistolas de pulverizacién BO5B; fabricacion
de aleaciones que contienen fibras o filamentos
mediante proyeccion térmica de metal C22C 47/16;
pistolas de plasma HO5H) [4]
Pretratamiento del material arevestir, p. €. por
revestimiento de partes determinadas de la
superficie [4]
caracterizado por €l material de revestimiento [4]
Materiales metdlicos [4]
gue no contienen més que elementos
metdlicos [4]
Oxidos, boruros, carburos, nitruros, siliciuros o
sus mezclas [4]
caracterizado por € método de pulverizacion [4]
pararevestir objetos alargados [4]
Hilos; Tubos [4]
Tratamiento posterior [4]

Revestimiento por colada del material fundido sobre
el sustrato [4]

Difusion en estado sélido en la capa superficial de materiales

metalicos [4]

8/00

8/02

8/04

8/06
8/08
8/10
8/12
8/14

8/16

8/18

8/20

Difusion en estado solido solamente de elementos no
metélicos en la capa superficial de materiales
metdlicos (difusion del silicio C23C 10/00);
Tratamiento quimico de la superficie por reaccion
del material metalico de la superficiey un gas
reactivo, quedando en el revestimiento productos de
lareaccion, p. €. revestimiento de conversion,
pasivacion de metales (C23C 14/00 tiene prioridad) [4]
Pretratamiento del material arevestir (C23C 8/04
tiene prioridad) [4]
Tratamiento de partes determinadas de la capa
superficial, p. . por medio de mascaras [4]
por medio de gas [4]
Tratamiento por un solo elemento [4]
Oxidacion [4]
por medio de 0zono u oxigeno [4]
Oxidacion de la capa superficial de
materiales ferrosos [4]
por medio de compuestos que contienen
oxigeno, p. . H,O, CO, [4]
Oxidacion de la capa superficial de
materiales ferrosos [4]
Carburacion [4]

8/22

8/24
8/26

8/28

8/30
8/32

8/34

8/36

8/38
8/40
8/42
8/44
8/46

8/48
8/50

8/52

8/54
8/56

8/58
8/60
8/62
8/64

8/66

8/68
8/70

8/72

8/74
8/76

8/78

8/80
10/00

10/02

10/04

10/06
10/08
10/10
10/12

de lacapa superficia de materiales
ferrosos [4]
Nitruracion [4]
de lacapa superficial de materiales
ferrosos [4]
Tratamiento por varios elementos en una sola
etapa [4]
Carbo-nitruracion [4]
de lacapa superficia de materiales
ferrosos [4]
Tratamiento por varios elementos en varias
etapas [4]
por medio de gases ionizados, p. g . nitruracion
ionica (tubos de descarga provistos de medios que
permiten laintroduccion de objetos o de un
material paraser expuestos ala descarga
H01J37/00) [4]

Tratamiento de la capa superficial de materiales
ferrosos [4]
por medio de liquidos, p. €. por medio de bafios de
sales, de suspension en los liquidos [4]
Tratamiento por un solo elemento [4]
Carburacion [4]
de lacapa superficial de materiales
ferrosos [4]
Nitruracion [4]
de lacapa superficial de materiales
ferrosos [4]
Tratamiento por varios elementos en una sola
etapa [4]
Carbo-nitruracion [4]
de lacapa superficia de materiales
ferrosos [4]
Tratamiento por varios elementos en varias
etapas [4]
por medio de solidos, p. €. polvos, pastas (por medio
de suspensiones de sdlido en un liquido
C23C 8/40) [4]
Tratamiento por un solo elemento [4]
Carburacion [4]
de lacapa superficial de materiales
ferrosos [4]
Boruracion [4]
de lacapa superficial de materiales
ferrosos [4]
Tratamiento por varios elementos en una sola
etapa [4]
Carbo-nitruracion [4]
de lacapa superficial de materiales
ferrosos [4]
Tratamiento por varios elementos en varias
etapas [4]
Tratamiento posterior [4]

Difusion en estado sdlido solamente de elementos
metdlicos o desilicio en la capa superficial de
materiales metdlicos [4]
Pretratamiento del material arevestir (C23C 10/04
tiene prioridad) [4]
Difusién en partes determinadas de la capa
superficial, p. g. por medio de mascaras[4]
por medio de gas [4]
Difusion de un solo elemento [4]
Cromacion [4]
de lacapa superficial de materiales
ferrosos [4]
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10/14
10/16
10/18

10/20
10/22

10/24

10/26
10/28

10/30

10/32
10/34

10/36
10/38
10/40

10/42

10/44

10/46

10/48
10/50

10/52
10/54
10/56
10/58

10/60
12/00

12/02

Difusién de varios elementos en una sola etapa [4]
Difusion de varios elementos en varias etapas [4]
por medio de liquidos, p. €. por medio de bafios de
sales, de suspensiones en los liquidos [4]
Difusién de un solo elemento [4]
Bafio metélico que contiene el elemento a
difundir [4]
Bario de sales que contiene €l elemento a
difundir [4]
Difusion de varios elementos [4]
por medio de solidos, por medio de polvos, de
pastas[4]
por medio de una capa de polvo o de pasta
depositada sobre la superficie (por medio de
suspensiones de solidos en un liquido
C23C 10/18) [4]
Difusion de cromo [4]
Introducidos en una mezcla de polvos, es decir,
cementacion en caja[4]
Difusion de un solo elemento [4]
Cromacion [4]
de lacapa superficial de materiales
ferrosos [4]
en presencia de aditivos de transporte
vol&tiles, p. g. en presenciade
productos halogenados [4]
Silizacion [4]
de lacapa superficial de materiales
ferrosos [4]
Aluminizacién [4]
de lacapa superficial de materiales
ferrosos [4]
Difusién de varios €l ementos en una sola
etapa [4]
Difusion a menos de cromo [4]
y a menos de aluminio [4]
Difusién de varios elementos en varias
etapas [4]
Tratamiento posterior [4]

Difusion en estado solido de al menos un elemento no
metdélico digtinto al silicio y de al menos un elemento
metélico o desilicio en la capa superficial de
materiales metdlicos [4]

Difusion en una sola etapa [4]

Revestimiento por_evapor acién en vacio, por pulverizacién

catédica o implantacion deiones[4]

14/00

14/02

14/04

14/06

14/08
14/10
14/12
14/14
14/16

Revestimiento por evaporacion en vacio,
pulverizacion catédica o implantacion deiones del
material que constituye el revestimiento (tubos de
descarga provistos de medios que permiten la
introduccion de objetos o de un material para ser
expuestos a la descarga H01J 37/00) [4]
Pretratamiento del materia arevestir (C23C 14/04
tiene prioridad) [4]
Revestimiento de partes determinadas de la
superficie, p. g. por medio de mascaras [4]
caracterizado por €l material de revestimiento
(C23C 14/04 tiene prioridad) [4]
Oxidos (C23C 14/10 tiene prioridad) [4]
Vidrio o silice [4]
Compuesto organico [4]
Material metdlico, boro o silicio [4]
sobre sustratos metélicos, en boro o en
silicio [4]
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14/18
14/20
14/22
14/24
14/26
14/28

14/30
14/32

14/34

14/35

14/36

14/38

14/40

14/42

14/44

14/46

14/48

14/50

14/52

14/54

14/56

14/58

C23C

sobre otros sustratos inorganicos [4]
sobre sustratos organicos [4]
caracterizado por €l proceso de revestimiento [4]
Evaporacion en vacio [4]
por calentamiento de la fuente por induccién o
por resistencia[4]
por energia electromagnética o por radiacion
corpuscular (C23C 14/32 a C23C 14/48 tienen
prioridad) [4]
por bombardeo de electrones [4]
por explosion; por evaporacion seguida de una
ionizacién de vapores (C23C 14/34 a
C23C 14/48 tienen prioridad) [4]
Pulverizacion catédica [4]
por aplicacion de un campo magnético, p. g.
pulverizacion por medio de un magnetrén [5]
Pulverizacion por medio de diodo (C23C 14/35
tiene prioridad) [4,5]
por descarga luminiscente en corriente
continua[4]
por descarga en corriente alterna, p. €. por
descarga en alta frecuencia[4]
Pulverizacion por medio de triodo (C23C 14/35
tiene prioridad) [4,5]
utilizando altas frecuencias y potenciales
continuos adicionales [4]
por un haz de iones producido por unafuente
deiones externa (C23C 14/40 tiene
prioridad) [4]
Implantacion de iones [4]
Portasustrato [4]
Dispositivos para observar |os procesos de
revestimiento [4]
Control o regulacién de procesos de revestimiento
(control o regulacién en general GO5) [4]
Aparatos especialmente adaptados al
revestimiento en continuo; Dispositivos para
mantener €l vacio, p. €. cierre estanco [4]
Tratamiento posterior [4]

Deposicién guimica o revestimiento por descomposicion;

Deposicion por contacto (difusion en estado sdlido C23C 8/00 a

C23C 12/00) [4]

16/00

16/01

16/02

16/04

16/06

16/08
16/10
16/12
16/14
16/16
16/18
16/20
16/22

Revestimiento quimico por descomposicion de
compuestos gaseosos, no quedando productos de
reaccion del material dela superficieen el
revestimiento, es decir, procesos de deposicion
guimica en fase vapor (pulverizacién catédicareactiva
0 evaporacion reactiva en vacio C23C 14/00) [4]
sobre sustratos temporales, p. €., sobre sustratos que
posteriormente se eliminan por ataque quimico [7]
Pretratamiento del material arevestir (C23C 16/04
tiene prioridad) [4]
Revestimiento de partes determinadas de la
superficie, p. . por medio de méscaras [4]
caracterizado por la deposicion de un material
metdlico [4]
apartir de haluros metélicos [4]
Deposicién solamente de cromo [4]
Deposicion solamente de aluminio [4]
Deposicion de solo otro elemento metdlico [4]
apartir de carbonilos metalicos [4]
apartir de compuestos organometélicos [4]
Deposicién solamente de aluminio [4]
caracterizado por la deposicion de materiales
inorganicos, distintos de los materiales metalicos [4]



C23C

16/24
16/26
16/27
16/28
16/30

16/32
16/34
16/36
16/38
16/40
16/42
16/44

16/442
16/448

16/452

16/453

16/455

16/458

16/46

16/48

16/50
16/503

16/505
16/507

16/509
16/511
16/513
16/515
16/517

16/52

16/54

16/56
18/00

Deposicién solamente de silicio [4]
Deposicién solamente de carbono [4]
solamente diamante [7]
Deposicién de solo otro elemento no metalico [4]
Deposicién de compuestos, de mezclas o de
soluciones sdlidas, p. g. boruros, carburos,
nitruros [4]
Carburos [4]
Nitruros [4]
Carbo-nitruros [4]
Boruros [4]
. . Oxidos[4]
. . Siliciuros [4]
acterizado por el proceso de revestimiento
(C23C 16/04 tiene prioridad) [4]
utilizando procesos en lechos fluidizados [7]
caracterizado por €l proceso utilizado para
producir corrientes de gases reactivos, p. g.
materiales precursores [7]
por activacion de corriente de gases reactivos
antes de laintroduccion en lacdmara de
reaccion, p. g. por ionizacion o por adicion de
especies reactivas [ 7]
haciendo pasar |os gases de reaccion através de
guemadores o de antorchas, p. g. CVD apresion
atmosférica (C23C 16/513 tiene prioridad; parala
pulverizacién de material de revestimiento en
estado fundido con ayuda de unallamao de un
plasma C23C 4/00) [7]
caracterizado por €l proceso utilizado para
introducir gases en la cdmara de reaccion o para
modificar las corrientes de gas en lacdmaraa
reaccion [7]
caracterizado por €l proceso utilizado para
introducir gases en la cAmara de reaccion o para
modificar las corrientes de gas en la cAmarade
reaccion [7]
por laforma de calentar el sustrato (C23C 16/48,
C23C 16/50 tienen prioridad) [4]
por irradiacion, p. €. por fotolisis, radiolisiso
radiacion corpuscular [4]
por medio de descargas el éctricas [4]
utilizando descargas con corriente continua o
aterna[7]
utilizando descargas con radiofrecuencia[7]
utilizando electrodos externos, p. g. en
reactores de tipo tdnel [7]
utilizando el ectrodos internos [ 7]
utilizando descargas con microondas [ 7]
utilizando chorros de plasma[7]
utilizando descargas impulsadas [7]
utilizando una combinacion de descargas
cubiertas por varios de los grupos C23C 16/503
aC23C 16/515[7]
Control o regulaccion del proceso de deposicion
(control o regulacién en general GO5) [4]
Aparatos especialmente adaptados para el
revestimiento en continuo [4]
Tratamiento posterior [4]

Revestimiento quimico por descomposicion ya sea de

compuestos liquidos, o bien de solucionesde los
compuestos que constituyen €l revestimiento, no
quedando productos de reaccion del material dela

superficie en € revestimiento (reaccién quimicade la

superficie C23C 8/00, C23C 22/00); Deposicion por
contacto [4]

Z
S
o

18/02
18/04

18/06

18/08

18/10
18/12

18/14

18/16

18/18
18/20
18/22

18/24

18/26
18/28
18/30
18/31
18/32

18/34
18/36
18/38
18/40
18/42
18/44
18/48
18/50

18/52

18/54

20/00

20/02
20/04

El presente grupo cubre igualmente las suspensiones que
contienen liquidos reactivosy particulas solidas no
reactivas. [4]

por descomposicién térmica[4]
Pretratamiento del material arevestir (C23C 18/06
tiene prioridad) [4]
Revestimiento de partes determinadas de la
superficie, p. €. por medio de méscaras [4]
caracterizada por |a deposicion de un material
metdlico [4]

Deposicién solamente de aluminio [4]
caracterizada por |a deposicion sobre materiales
inorganicos, distintos alos materiales
metalicos [4]

Descomposicion por irradiacion, p. g. por fotolisis,
radiacion corpuscular [4]
por reduccion o por sustitucion, p. €. deposicion sin
corriente eléctrica (C23C 18/54 tiene prioridad) [4]
Pretratamiento del material arevestir [4]
de superficies organicas, p. €. de resinas [4]
paravolver la superficie rugosa, p. €. por
decapado [4]
por medio de soluciones acuosas
&cidas[4]
por medio de liquidos organicos [4]
Sensibilizacion o activacion [4]
Activacion [4]
Revestimiento con metales [5]

Revestimiento con uno de los metales hierro,

cobalto o niquel; Revestimiento con mezclas de

fésforo o de boro con uno de estos

metales [4,5]

utilizando agentes reductores [4,5]
hipofosfitos [4,5]
Revestimiento con cobre [4,5]
utilizando agentes reductores [4,5]
Revestimiento con metales nobles [4,5]
utilizando agentes reductores [4,5]
Revestimiento con aleaciones [4,5]

con aleaciones a base de hierro, cobalto o

niquel (C23C 18/32 tiene prioridad) [4,5]
utilizando agentes reductores para el revestimiento
con materiales metélicos no previstos por uno solo
de los grupos C23C 18/32 a C23C 18/50 [4]

Deposicion por contacto, es decir, deposicion
electroquimicasin corriente [4]

Revestimiento quimico por descomposicién bien de
compuestos solidos, bien de suspensiones de
compuestos que constituyen el revestimiento, no
guedando productos de reaccion del material dela
superficie en el revestimiento (reaccion quimicade la
superficie C23C 8/00, C23C 22/00) [4]

El presente grupo cubre igualmente las suspensiones que
contienen liquidos no reactivosy particulas solidas

reactivas. [4]

Revestimiento con materiales metélicos [4]

con elementos metélicos [4]
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20/06

20/08

Revestimiento con material es inorganicos distintos a
los materiales metdlicos [4]
con compuestos, mezclas o soluciones sdlidas, p.
. boruros, carburos, nitruros [4]

Tratamiento guimico de la superficie de materiales metalicos

por reaccion dela superficie con un medio reactivo (por medio

de un gas reactivo C23C 8/00) [4]

22/00

22/02
22/03
22/04

22/05
22/06

22/07
22/08
22/10
22/12
22/13
22/14
22/16
22/17
22/18

22/20
22/22

22/23
22/24

22/26
22/27
22/28
22/30
22/32

22/33
22/34

22/36
22/37
22/38
22/40

Tratamiento quimico de la superficie de materiales
metdlicos por reaccion dela superficie con un medio
reactivo quedando productos de reaccion del
material delasuperficie en el revestimiento, p. g.
revestimiento por conversién, pasivacion de metales
(pinturas primarias reactivas C09D 5/12) [4]

El presente grupo cubre igual mente las suspensiones que
contienen liquidos reactivos y particulas sdlidas no
reactivas. [4]

Laregeneracion del bafio esta clasificada en el lugar
apropiado parala composicion especifica del bafio. [4]

En los grupos C23C 22/02 a C23C 22/86, salvo
indicacién en contra, unainvencion esta clasificadaen el
tltimo lugar apropiado. [4]

por medio de soluciones no acuosas [4]
gue contienen compuestos del fésforo [4]
gue contienen compuestos del cromo
hexavalente [4]
por medio de soluciones acuosas [5]
por medio de soluciones acuosas &cidas de un pH
<6[4,5]
gue contienen fosfatos [4,5]
Ortofosfatos [4,5]
gue contienen oxidantes [4,5]
que contienen cationes del zinc [4,5]
y aniones nitritos o nitratos [4,5]
y aniones cloratos [4,5]
y compuestos peroxidados [4,5]
y &cidos organicos [4,5]
que contienen cationes del
manganeso [4,5]
que contienen cationes de aluminio [4,5]
que contienen cationes de metales
acalinotérreos[4,5]
Fosfatos condensados [4,5]
gue contienen compuestos del cromo
hexavalente [4,5]
y compuestos organicos [4,5]
Acidos[4,5]
Compuestos macromoleculares [4,5]
gue contienen también cromo trivalente [4,5]
gue contienen también metales
pulverulentos [4,5]
. gue contienen también fosfatos [4,5]
gue contienen fluoruros o fluoruros
complejos[4,5]
y fosfatos [4,5]
y compuestos del cromo hexavalente [4,5]
y fosfatos [4,5]
gue contienen molibdatos, tungstatos o
vanadatos [4,5]
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22/42
22/43
22/44
22/46
22/47
22/48

22/50

22/52

22/53

22/54

22/56

22/57

22/58

22/60

22/62

22/63

22/64

22/66

22/67

22/68

22/70
22]72

22/73
22/74

22/76
2277

22/78
22/80

22/82
22/83
22/84
22/86

24/00

24/02
24/04
24/06

C23C

y fosfatos[4,5]
y compuestos del cromo hexavalente [4,5]
y fluoruros o fluoruros complejos [4,5]
que contienen oxalatos [4,5]
y fosfatos[4,5]
que no contienen ni fosfatos, ni compuestos del
cromo hexavalente, ni fluoruros o fluoruros
complejos, molibdatos, tungstatos, vanadatos u
oxalatos[4,5]
Tratamiento del hierro o aeaciones a base de
hierro [4,5]
Tratamiento del cobre o aleaciones a base de
cobre [4,5]
Tratamiento del zinc o aleaciones a base de
zinc [4,5]
Tratamiento de metales refractarios o
aleaciones a base de metales
refractarios [4,5]
Tratamiento de aluminio o aleaciones a base
de aluminio [4,5]
Tratamiento del magnesio o aeacionesa
base de magnesio [4,5]
Tratamiento de otros materiales
metdlicos [4,5]
por medio de soluciones acuosas acalinas de un
pH > 8[4,5]
Tratamiento del hierro o aeaciones a base de
hierro [4,5]
Tratamiento del cobre o aleaciones a base de
cobre [4,5]
Tratamiento de metales refractarios o
aleaciones a base de metales refractarios [4,5]
Tratamiento de aluminio o aleaciones a base de
auminio [4,5]
por medio de soluciones que contienen
cromo hexavalente [4,5]
por medio de soluciones acuosas con un pH
comprendido entre 6y 8 [4,5]
por medio de bafios fundidos [4]
Tratamiento del hierro o aeaciones abase de
hierro [4]
caracterizado por €l proceso [4]
para obtener revestimientos de conversion
cocidos [4]
Aplicacién del liquido por pulverizacion [4]
Control o regulacién del proceso de revestimiento
(control o regulacién en general GO5) [4]
Pretratamiento del material arevestir [4]
por medio de soluciones que contienen
compuestos del titanio o del zirconio [4]
Tratamiento posterior [4]
Tratamiento posterior quimico [4]
Coloracion [4]
Regeneracion de | os bafios de revestimiento [4]

Revestimiento a partir de polvos inor ganicos
(pulverizacién en estado fundido del material de
revestimiento C23C 4/00; difusion en estado solido
C23C 8/00 a C23C 12/00; fabricacion de capas
compuestas, de piezas o de objetos por sinterizado de
polvos metdlicos B22F 7/00; soldadura por friccion
B23K 20/12) [4]
utilizando solamente presion [4]
Deposicidn de particulas por impacto [4]
Compresion del material en polvo, p. €. por
laminado [4]



Cc23C C23F
24/08 utilizando calor o presion y calor (C23C 24/04 tiene 28/00 Revestimiento para obtener al menos dos capas
prioridad) [4] super puestas, bien por procesos no previstos en uno
24/10 con formacién de una fase liquidaintermediaen la solo de los grupos principales C23C 2/00 a
capal[4] C23C 26/00, bien por combinaciones de procesos
o ) previstos en las subclases C23C y C25C o C25D [4]
26/00  Revestimientos no previstos por losgrupos 28/02 . Revestimientos solamente de materiales metdlicos [4]
cz3c ZO_O a (_:ZSC 24/00 (4] . ) 28/04 Revestimientos solamente de materiales inorganicos
26/02 por aplicacion al sustrato de materiales fundidos no metalicos [4]
(aplicacion de liquidos alas superficies en generdl
BO5) [4] 30/00 Revestimiento con materiales metalicos,
caracterizado solamente por la composicion del
material metdlico, es decir, no caracterizado por €l
proceso de revestimiento (C23C 26/00, C23C 28/00
tienen prioridad) [4]
C23D ESMALTADO O APLICACION DE CAPASVITREASA LOSMETALES (composicién quimica de los esmaltes CO3C)
Esquema general
TRATAMIENTO ANTERIOR AL TRATAMIENTO POSTERIOR........ccooeiiiiienineneene 13/00, 15/00,
ESMALTADO......ccuiiritieireeieereeieiressie e seeseseseens 1/00, 3/00 17/00
ESMALTADO ...ttt 5/00 a11/00
1/00 Fusién ofritado delos esmaltes; Aparatosu hornos Cocido delos esmaltes
paraestefin . .
1/02 Granulacion de lamasa fundida: Secado de los 9/00 Hornos especialmente adaptados a la coccion de
granulos esmaltes o
9/02 . Hornosde muflano eléctricos
Esmaltado 9/04 . Hornos de,tl]r?el no eléctricos
9/06 . Hornos eléctricos
3/00 Tratamiento quimico delas superficies metdlicas 9/08 . Dispositivos de soporte para parrillas de coccién
anterior al revestimiento (limpieza o desengrasado de 9/10 . Dispositivos de carga o descarga
objetos metdlicos C23G)
11/00  Procesos continuos, Sus aparatos
5/00 Revestimientos por esmaltes o capasvitreas [4]
5/02 por via himeda Tratamiento posterior
5/04 por via seca
5/06 produciendo dibujos o letras 13/00  Tratamiento posterior de los articulos esmaltados
5/08 Aplicacion de esmaltes no uniformemente sobre la 13/02 . Eliminacion de defectos por nueva fusion local del
superficie esmalte; Rectificacion delaforma
7/00  Tratamiento delosrevestimientos, p. §. secado antes 15/00  Unio6n dearticulos esmaltados a otros articulos
dela coccidon esmaltados por procesos que comprenden una etapa
de esmaltado
17/00 Desesmaltado
C23F LEVANTAMIENTO NO MECANICO DE MATERIAL METALICO DE LAS SUPERFICIES (trabajo del meta por
electroerosion B23H; trabajo del metal por rayo laser B23K 7/00; despulido por calentamiento a la llama B23K 26/00; realizacion
de efectos decorativos por levantamiento superficial de materia, p. €. por gravado, por agua fuerte, B44C 1/22; ataque de superficie
o pulido eectrolitico C25F); MEDIOS PARA IMPEDIR LA CORROSION DE MATERIALES METALICOS; MEDIOS
PARA IMPEDIR LAS INCRUSTACIONES, EN GENERAL; PROCESOS EN MULTIPLES ETAPAS PARA EL
TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE MATERIALES METALICOS UTILIZANDO AL MENOS UN PROCESO
CUBIERTO POR LA CLASE C23Y AL MENOS UN PROCESO CUBIERTO BIEN POR LA SUBCLASE C21D BIEN
POR LA SUBCLASE C22F BIEN POR LA CLASE C25 (medios para impedir o inhibir la corrosion o incrustacion durante la
preparacién de hidrocarburos C10G 7/10, C10G 9/16, C10G 75/00) [4]
Notas
(0] La presente subclase cubre lainhibicion de la corrosion, de las incrustaciones, en general, de superficies ya sean metalicas o no
metdlicas, con lareservade lanota (2) siguiente.
)] La presente subclase no cubre:
— las capas protectoras, composiciones de revestimientos o procesos para aplicarlos; estan clasificados en |os lugares apropiados,
p. €. B05, B44, C09D, C10M, C23C;
6 Int.Cl. (2008.04), Seccion C
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C23F

— losdispositivos mecanicos, caracteristicas de estructura de los objetos paraimpedir las incrustaciones; estan clasificados en los
lugares apropiados, p. €. paratubos o sus accesorios F16L 58/00;

— los objetos caracterizados por el empleo de materiales elegidos por sus propiedades de resistenciaala corrosion o alas
incrustaciones; estan clasificados en los lugares apropiados, p. . dlabes de turbina FO1D 5/28.

L os procedimientos que utilizan enzimas o microorganismos con €l fin de

(i) liberar, separar o purificar un compuesto o una composicion preexistentes o de
(i) tratar materias textiles o limpiar superficies sdlidas de materiales

se clasifican ademas en la subclase C12S. [5]

Esquema general
DECAPADO, ABRILLANTADO,

INHIBICION DE LA CORROSION O DE

COMPOSICIONESA ESTE EFECTO .....ooveeeeireeieireenas 1/00, 3/00 LASINCRUSTACIONES........cccooietreeerirereeeneneeseneenns 11/00 a 15/00
OTRA FORMA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS EN MULTIPLESETAPAS......cocoiiereeiereeieiene 17/00
MATERIAL METALICO ...ttt 4/00

1/00 Decapado de materiales metalicos por medios 11/00 Inhibicion dela corrosion de materiales metélicos

1/02
1/04
1/06
1/08

1/10

1/12
1/14
1/16

1/18
1/20
1/22
1/24
1/26
1/28
1/30
1/32

1/34
1/36
1/38
1/40
1/42

1/44

1/46

3/00
3/02
3/03
3/04
3/06

4/00

4/02
4/04

quimicos (fabricacion de superficies de impresion
B41C; fabricacion de circuitos impresos HO5K) [2]
Grabado local
Fresado quimico
Afilado de limas
Aparatos, p. €. paralaimpresion fotomecanicade
superficies (reproduccion fotomecanica GO3F)
Composiciones de decapado (C23F 1/44 tiene
prioridad) [4]
Composiciones gaseosas [4]
Composiciones acuosas [4]
Composiciones &cidas (C23F 1/42 tiene
prioridad) [4]
para €l cobre o sus aeaciones [4]
para el aluminio o sus aleaciones [4]
para el magnesio o sus aleaciones [4]
parad silicio o € germanio [4]
paralos metales refractarios [4]
paralos metales del grupo del hierro[4]
para otros materiales metélicos [4]
Compog ciones alcalinas (C23F 1/42 tiene
prioridad) [4]
para €l cobre o sus aeaciones [4]
para el aluminio o sus aleaciones [4]
paralos metales refractarios [4]
para otros materiales metélicos [4]
gue contienen en dispersion un liquido no
miscible con el agua[4]
Composiciones para el levantamiento de materiales
metdlicos de un sustrato metélico de composicion
diferente[4]
Regeneracion de composiciones de decapado [4]

Abrillantado de metales por medios quimicos[2]
Metales ligeros
con soluciones &cidas [4]
Metales pesados
con soluciones &cidas [4]

Procesos para el levantamiento de materiales
metalicos de las superficies, no cubiertos por el grupo
C23F 1/00 6 C23F 3/00 [4]

por evaporacion [4]

por disolucion fisica[4]
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11/02

11/04
11/06
11/08
11/10

Z
Q
@

11/12
11/14
11/16
11/167
11/173
11/18

13/00

13/02

13/04

13/06

13/08

13/10
13/12
13/14
13/16

13/18

por aplicacion deinhibidoresala superficieen
peligro de corrosion, o adicion delos mismosal
agente corrosivo (composiciones paralainhibicién in
situ de la corrosion en orificios perforados o pozos
CO9K 8/54; adicion de inhibidores de corrosion alos
aceites minerales, combustibles o lubricantes C10;
adicion de inhibidores a soluciones de decapado C23G)

en aire o gases por adicion de inhibidores en fase

vapor

en liquidos de marcada reaccion éacida

en liquidos de marcada reaccion alcalina

en otros liquidos

utilizando inhibidores orgénicos

En los grupos C23F 11/12 a C23F 11/173 salvo
indicacién en contra, un compuesto esté clasificado agui
en el Ultimo lugar apropiado.

Compuestos que contienen oxigeno
Compuestos gque contienen nitrégeno
Compuestos que contienen azufre
Compuestos que contienen fésforo [4]
Compuestos macromoleculares [4]

ut| lizando inhibidores inorganicos

Inhibicién dela corrosion de los metales por
proteccion anddica o catodica
catddica; Seleccion de las condiciones, parametros o
procedimientos para la proteccion catddica, p. g. de
las condiciones eléctricas[5]
Control o regulacion de los parametros
deseados [5]
Detalles estructurales o ensambl gje de aparatos
para proteccion catédica [5]
Electrodos especialmente adaptados para
inhibir la corrosion por proteccion catdica; Su
fabricacion; Alimentacion de corriente eléctrica
alos mismos [5]
Electrodos caracterizados por la estructura
(C23F 13/16 tiene prioridad) [5]
Electrodos caracterizados por €l material
(C23F 13/16 tiene prioridad) [5]
Material para anodos sacrificatorios [5]
Electrodos caracterizados por la
combinacion de laestructuray el
material [5]
Medios de soporte de los electrodos [5]



C23F - C23G
13/20 Alimentacion de corriente eléctricaalos 14/00 Inhibicién deincrustacionesen los aparatos para
electrodos [5] calentamiento de liquidos para usos fisicos o
13/22 Sus dispositivos de control [5] guimicos (adicion a agua de preventivos o eliminadores
deincrustaciones CO2F 5/00) [2]
14/02 . por medios quimicos
15/00 Otros métodos para prevenir lacorrosiéon o
incrustacién
17/00  Procesosen multiples etapas para €l tratamiento de
superficie de materiales metalicos utilizando al
menos un proceso cubierto por laclase C23y al
menos un proceso cubierto bien por la subclase C21D
bien por la subclase C22F bien por la clase C25
(C23C 28/00 tiene prioridad) [4]
C23G LIMPIEZA O DESENGRASADO DE MATERIALES METALICOS POR METODOS QUIMICOS NO
ELECTROLITICOS (composiciones de pulimento C09G; detergentes en general C11D)
Nota
L os procedimientos que utilizan enzimas o microorganismos con €l fin de
(i) liberar, separar o purificar un compuesto 0 una composicién preexistentes o de
(ii) tratar materiales textiles o limpiar superficies sdlidas de materiales
se clasifican ademas en la subclase C12S. [5]
1/00 Limpieza o decapado de materiales metalicos con 3/00 Aparatos paralimpieza o decapado de materiales
soluciones o sales fundidas (con solventes organicos metalicos (por medio de solventes organicos
C23G 5/02) C23G 5/04)
1/02 con soluciones &cidas 3/02 . paralimpiezade aambres, cintas, filamentos
1/04 utilizando inhibidores metélicos en continuo
1/06 inhibidores organicos 3/04 . paralimpiezade tuberias
1/08 Hierro o acero 5/00 Limpieza o desengrasado de materiales metalicos por
1/10 otros metglespesados otros métodos; Aparatos paralalimpieza o el
1/12 Metales ligeros desengrasado de materiales metalicos por medios de
1/14 con soluciones alcalinas solventes or ganicos
1/16 utilizando inhibidores
1/18 inhibidores organicos Nota
1/19 Hierro 0 acero [4] En los grupos C23G 5/02 a C23G 5/06, salvo indicacion
1/20 Otros metales pesados [4] en contra, una invencion esta clasificada en el Gltimo
1/22 Metales ligeros lugar apropiado. [4]
1/24 con soluciones neutras
1/26 utilizando inhibidores 5/02 . utilizando solventes organicos
1/28 con sales fundidas 5/024 . . quecontienen hidrocarburos[4]
1/30 utilizando inhibidores 5/028 . . quecontienen hidrocarburos halogenados[4]
1/32 Metal es pesados 5/032 . . quecontienen compuestos due tienen oxigeno [4]
1/34 Metales ligeros 5/036 . . . quecontienen también nitrégeno [4]
1/36 Regeneracion de los liquidos residual es de decapado 5/04 . . Aparatos
5/06 . por mediosdeemulsiones[4]
8 Int.Cl. (2008.04), Seccion C



